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投资者关系活动记录表
                                                              编号：2025-007
	投资者关系活动类别
	●特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □新闻发布会         
□现场参观	          □电话会议
□其他        

	活动主题
	立昂微2025年半年度业绩说明会

	时间
	2025年9月25日16:00-17:00富国基金；
2025年9月25日17:00-18:00华福证券、平安养老、华泰资产；
2025年10月16日10:00-11:00浙商证券、人寿资产； 
2025年10月16日16:30-17:30东方财富证券、上海烜鼎、深圳德远投资、上海银叶资产、新加坡大华继显证券、深圳晋和、阿基米德基金、上海磊萌、和信证券投资咨询、李子园投资、深圳幸福米、福泽源资本、上海韬扬略、远景资本及个人投资者等22人；
2025年10月17日14:30-16:00 中信证券、西部证券、幸福人寿、国源信达、博衍基金、晨曦私募、国新投资、浙能资本、浙江万创汇力及个人投资者等21人

	上市公司接待人员姓名
	董事长：王敏文
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云

	投资者关系活动记录
	公司投资者交流的问题回复内容如下：
1.公司衢州12英寸硅片产能爬坡进度如何？
答：公司衢州基地12英寸硅片产能15万片/月，其中12英寸重掺外延片产能10万片/月，轻掺抛光片产能5万片/月，目前正处于快速爬坡阶段，目前12英寸重掺外延片市场需求旺盛，特别是低电阻产品订单饱满。
2.国产大硅片市场占有率仍然偏低的主要原因是什么？
答：硅片作为半导体行业基础材料，其稳定性至关重要，12英寸硅片产品验证周期需要2-3年甚至更长时间，任何一个环节出问题都会前功尽弃。此外，因为更换硅片供应商意味着下游行业重新调整和优化整个工艺制程，替换的风险较高。因此，下游客户新产品的开发和新产线的建设是国产化大硅片的主要机遇。
3.立昂东芯的VCSEL芯片的技术优势体现在哪些方面，有哪些应用领域？
答：立昂东芯是全球唯二可生产二维可寻址激光雷达VCSEL芯片的代工供应商，技术领先同行。二维可寻址VCSEL可以实现分区点亮的效果，使得整机完全不包含任何运动部件，可在极大提升激光雷达可靠性的同时为激光雷达的应用提供了更多的可能性。二维可寻址VCSEL相比于一维寻址，其制造工艺的复杂度增加，对VCSEL制造能力的综合能力是很大的考验，立昂东芯技术团队具有丰富的VCSEL研发和生产经验，制造工艺具有领先优势。VCSEL芯片已用于智能驾驶、机器人、光通信等领域并已实现大规模出货。
4.碳化硅基氮化镓产品主要有哪些应用领域？
[bookmark: _GoBack]答：立昂东芯6英寸碳化硅基氮化镓产品通过客户验证，预计将于今年四季度实现出货，目前主要应用在航空航天、大型通讯基站、无人机、防卫市场等领域。
5.立昂东芯低轨卫星领域进展如何？
答：立昂东芯pHEMT芯片已应用于国产低轨卫星领域并已实现批量出货。
6.请问立昂东芯产能若假设达到满产有多少营收？
答：立昂东芯目前包括杭州东芯和海宁东芯两个生产基地，其中杭州基地年产能9万片，海宁基地规划年产能36万片，其中已建成年产能6万片，已建成的15万片年产能满产产值可以达到约10亿元。
7.公司新的资本开支折旧压力大不大？
答:公司2024年以来伴随着前期的建设陆续转为固定资产，导致公司折旧摊销增大，2025年半年度折旧摊销支出5.3亿元，预计目前的折旧摊销基本上是高峰。因为新的重大资本开支不多，大项目扩产基本暂告段落。
8.公司生产所需的掺杂元素是否受到影响？
答：公司硅片生产中所需的磷、砷等元素，以及化合物半导体所需的砷化镓外延片等均为国产采购，未受影响。


	资料清单（如有）
	无



